Leiterplattentechnologie fiir die Leistungselektronik

Alktuelle Trends wie Energieeinsparungen in der Produktionstechnik, die effiziente Netzeinspeisung regenera-
tiver Energien oder die Entwicklung von neuartigen Konzepten fiir Elektromobilitit erfordern kontinuierlich
Ldsungen aus der Leistungselektronik und damit auch in der Leiterplattentechnologie. Fiir Bayern Innovativ
war dies Anlass genug, um am 25. Januar 2011 zum 7. BAIKEM-Kooperationsforum Leiterplatte nach Niirn-
berg einzuladen. Diesjihriger Schwerpunkt: die Leistungselektronik.

Vielfalt und Anforderungen beziiglich Hochstrom-
und Hochvoltapplikationen nehmen besténdig zu,
errtert Prof. Dr. Josef Nassauer. Der Geschiftsfiih-
rer von Bayern Innovativ, der Gesellschaft fiir Innova-
tion und Wissenstransfer, gibt in seiner Eroffnungs-
rede einen Ausblick zu den kiinftigen Anforderungen
und Trends, die allesamt auch Wachstumstreiber fiir
die Leistungselektronik sind. Immerhin sieht er sich
bestens geriistet um seinen Blick in die Zukunft kon-
tinuierlich zu schérfen: Zentrale Aufgabe der vom
Freistaat Bayern gegriindeten Bayern Innovativ ist
die Intensivierung und Ausdehnung der technologie-
orientierten Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men, Hochschulen und Forschungszentren.

Demnach sieht er einen erhdhten Bedarf fiir Leis-
tungselektronik durch die steigende Akzeptanz rege-
nerativer Energien, der damit einhergehenden ange-
passten dezentralen Energieeinspeisung und -vertei-
lung, besser bekannt durch den Begriff Smart Grids,
und die vermehrte Zunahme von Elektro- und Hyb-
ridfahrzeugen. Dariiber hinaus bediirfen geregelte

Bayern %ﬂnovaﬁv

Prof. Dr. Josef Nassauer von Bayern Innovativ
erdffnete das 7. Kooperationsforum zum Thema
Leiterplatten fiir die Leistungselektronik
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elektrische Antriebe in der Industrieelektronik einer
héheren Energieeffizienz. Auch die boomende Be-
leuchtungsalternative LED kommt ohne sinnvolle
Stromversorgung und Steuerungstechnik nicht aus.
Und wihrend die kiinftigen Trends immer mehr in
die Gegenwart riicken, steigen die Anforderungen an
die fiir die Leistungselektronik notwendigen Kompo-
nenten und elektronischen Baugruppen enorm. Das
Credo hierbei heiflt: kleiner, kompakter und zuverlds-
siger. Dass dabei auch mit nevartigen Werkstofftech-
nologien fiir Leistungshalbleiter (und nicht nur dort)
experimentiert werden muss, daran lieB Prof. Nassau-
er keinen Zweifel.

Basis aller Leistungselektronik ist — wie iiberall in der
Elektronik auch — die Leiterplatte: Sie muss nicht nur
mit den Technologiespriingen konstant Schritt halten,
sondern entwickelt sich immer mehr zur Plattform
fiir komplexe Integrationstechnologien. Neben der
Verwendung neuester Leistungshalbleiter ist auch
das Design der Leiterplatte als Trigersystem von ent-
scheidender Bedeutung, um die gewiinschten Funk-
tionalitdten zu erreichen, spannt Prof. Nassauer wei-
ter den Bogen zur Wichtigkeit der Konferenz und
untermauert dies mit Zahlen: Im Juli 2010 hat der
deutsche Leiterplattenmarkt laut ZVEI einen weite-

Datentechnik

| Konsumelektronik

i ‘“ | 420 | oh| 472 | KezElektronik

375 | 20% | 416 15,0%| 548 | pduse
R ‘— 218 30% | 225 | Telekommunikation

2009 2010 2011

Markt fiir Leiterplatten in Deutschland 2009 bis 2011 —
Angaben in Mio. Euro Quelle: ZVEIL

543



ren Hochststand an Platinen-Bestellungen erreicht,
getrieben durch die starke Nachfrage in der Automo-
bilindustrie und erneuerbare Energien. Fiir das Jahr
2011 erwartet der ZVEI fiir den deutschen Leiter-
plattenmarkt eine Umsatzsteigerung von knapp 10 %
auf 1,438 Mrd. Euro (Stand: 11/2010). Gem#f} dem
VDMA wurde Mitte 2010 im Anlagenbau fiir die
Elektronikfertigung das Vorkrisenniveau wieder
erreicht.

Zu den technologischen Herausforderungen zéhlen
die Auswahl geeigneter Basismaterialien, verbesser-
tes Wirmemanagement in der Leiterplatte, die Kom-
bination von Steuer- und Leistungselektronik auf
einem Board oder auch die optimale Kontaktierung
der Leistungsbauteile. Die mdglichst frilhe Zusam-
menarbeit von Leiterplattenherstellern und Anwen-
dern ist dabei entscheidend fiir eine erfolgreiche Pro-
duktentwicklung, resiimiert er, der seine Freude dar-
iiber nicht verhehlen kann, dass sich 310 Teilnehmer
aus fiinf Lindern und rund 175 Unternehmen dieses
Event nicht entgehen lassen wollten. Dariiber hinaus
war die begleitende Ausstellung mit 26 ausstellenden
Firmen restlos ausgebucht.

Um den technischen Herausforderungen besser be-
gegnen zu kdnnen, habe Bayern Innovativ als Projekt-
triger von BAIKEM, der Bayerischen Innovations-
und Kooperationsinitiative Elektronik/Mikrotechno-
logie, das 7. Kooperationsforum Leiterplattentech-
nologie, mit dem Schwerpunkt Leistungselektronik
organisiert, erklirt der Geschéftsfiihrer. Die Ausrich-
tung erfolgte gemeinsam mit dem ZVEI Bayern, dem
VDMA Bayern, dem FED e. ¥ und dem ECPE e.V/
Cluster Leistungselektronik, und wurde durch das
Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie unterstitzt.

Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft berich-
teten tiber aktuelle Entwicklungen im Bereich der
Basismaterialien, Aufbauvarianten von Hochstrom-
und Hochspannungs-Leiterplatten mit geschirmter
Niederspannungs-Steuerungselektronik, Simulatio-
nen und Leiterplattendesign fiir effizientes Wérme-
management und Temperaturzyklenfestigkeit sowie
tiber Hochstromsteckverbindungen zur Anbindung
von Leistungshalbleitern und Verbrauchern. Die
vorgestellten Anwendungsbereiche erstreckten sich
auf industrielle Antriebstechnik, Elektrofahrzeuge,
regenerative Energieerzeugung und -verteilung sowie
Hochleistungs-LED-Beleuchtung.
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Das Forum mit begleitender Fachausstellung bot eine
Plattform zur Information iiber aktuelle Entwicklun-
genund zum direkten Kontakt von Experten mit poten-
ziellen Kunden und Anwendern fiir zukiinftige
Innovationen in den Wachstumsmérkten Leiterplat-
tentechnologie und Leistungselektronik. Den ers-
ten Teil moderierte Hans J. Friedrichkeit, Inhaber
von PCB-Network; durch den zweiten Teil fiihrte
Dr. Rupert Tkotz, leitender Projektmanager BAIKEM
von Bayern Innovativ.

Hans J. Friedrichkeit
von Bayern Innovativ von PCB-Network
Die Keynote

Dr. Rupert Tkotz

Windkraft, Photovoltaik und eMobility sind fiir
Hans J. Friedrichkeit die aktuellen Megatrends:
Gestiitzt auf die Zahlen von JEI (Stand: 05/2008) soll
sich der Green-Energy-Markt bis zum Jahr 2017 auf
254 Mrd. US$ belaufen, ausgehend von 77 Mrd. US$
im Jahr 2007. Dabei nehmen im Jahr 2017 die Wind-
kraft mit voraussichtlichen 83 Mrd. US$ Umsatz
(ein Plus von 177 %) und die Photovoltaik mit einem
voraussichtlichen Umsatzanteil von 74 Mrd. US$ (ein
Plus von 270 %) den Lowenanteil ein. In seinem Vor-
trag Die Leistungselektronik fordert die Leiterplatte
lieB er denn auch keinen Zweifel daran, dass nicht
nur die Leiterplattentechnik sondern die dahinter ste-
henden Hersteller extrem gefordert sind, und ziigig
handeln miissen. Sie diirften den Anschluss an die-
se Marktentwicklungen nicht verpassen und sollten
sich von der asiatischen Konkurrenz nicht den Rang
ablaufen lassen, mahnt er. Denn: Die Vielfalt und
Anforderungen beziiglich Hochstrom- und Hochvolt-
Applikationen werden stfindig zunchmen. Die Frage
sei nur, was man daraus mache.

Der Blick nach China respektive Asien fallt da nicht
schwer: Wihrend man sich hierzulande dariiber freut,
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CONNECTOR BOX

derzeit mit etwa 3800 Installationen von PV-Anlagen
und etwa 7000 MWp im Jahr 2010 die Nummer 1 zu
sein, holt China bei der Produktion merklich auf: Mit
3800 MWp im Jahr 2009 sei China der Weltmeister
in der Solarzellenproduktion gegeniiber der Produk-
tion in Deutschland mit 2500 MWp, bekréftigt er mit
Blick auf die hierfiir wichtigsten Komponenten, die
Wechselrichter. Sie wandeln den in den Photovoltaik-
zellen erzeugten Gleichstrom in netzkonformen
Wechselstrom um und kommen wiederum ohne
robuste Leiterplatten nicht aus. Eingedenk dessen,
dass letztes Jahr die Wechselrichterindustrie Inver-
ter fiir eine Leistung von 11 000 MWp produzierte —
wobei der deutsche Marktanteil 6380 MWp betrug
— und die mit knapp 40 % Marktanteil weltweit als
Marktfiihrer rangierende deutsche SMA AG im Jahr
2010 ihren Umsétz auf etwa 1,9 Mrd. € verdoppeln
wird, lasst sich abschitzen, was fiir die Leiterplatten-
hersteller auf diesem Gebiet noch zu holen ist: Der
Bedarf an Dickkupfer-Platinen wéchst im Gleich-
schritt mit den installierten Photovoltaikanlagen.

POWER INVERTER
AND TRANSFORMER

BATTERY CHARGER
|

| UTHIUM-ION
ELECTRIC MOTOR BATTERY
AND REDUCER

LEAF

Als erstes Elektromobil iiberhaupt wurde der Leaf von
Nissan zum Auto des Jahres 2011 gekiirt ~ Quelle: Nissan

Deutlich kliiger seien die Chinesen auch in ande-
rer Hinsicht, schlussfolgert er weiter. Wahrend sich
Deutschland und Europa mit Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen abmiiht und sich mit Batterie-Technolo-
gien und anderen Hiirden beschiftigt, sammeln die
chinesischen Entwickler wertvolle Praxiserfahrung
mit eBikes und eScootern. Das daraus gewonnene
Know-how konne in die Weiterentwicklung von Elek-
troautos flieBen, ist er zuversichtlich. Das Rennen um
eMobility ist indes voll im Gange: Nissan etwa setzt
alles auf eine Karte und présentiert mit Nissan Leaf
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das bisher erste Elektrofahrzeug eines namhaften
Herstellers, das tatsdchlich in GroBserie geht. Etwa
50 000 Stiick sollen da vom Band laufen. Nissan habe
5 Mrd. US$ auf den Tisch gelegt, erlduterte Francois
Bancon, Chefstratege des japanischen Autobauers bei
der Vorstellung. Die Rechnung scheint aufzugehen:
Nissan Leaf wurde zum Car of the Year 2011 gekiirt
und wird als Durchbruch der Elektoautos gefeiert, da
es als erstes Elektromobil mit konventionellen Autos
vergleichbar sei, urteilte die Jury. In Deutschland
wird es voraussichtlich Ende dieses Jahres fiir rund
35 000 € zu haben sein. Doch auch die europédischen
Autobauer riisten nach. So schickt Renault-Nissan
zwei Elekiromobile ins Rennen, den Fluence und
Kangoo und BMW will mit iCar ebenfalls Akzente
setzen, erldutert Friedrichkeit.

Neuartige Basismaterialen
fiir héhere Systemstabilitit

Solcherlei Anwendungen verlangen Spannungen bis
zu 600 V und Strdme bis zu einigen hundert Ampere.
Speziell im Automobil wird dabei gleichzeitig eine
Temperaturzyklenfestigkeit von -50 °C bis 180 °C
verlangt. Bisherige Losungen in diesem Leistungsbe-
reich verwenden oft Keramik als Leiterplattenmate-
rial und erfordern fiir die Montage von Bauelemen-
ten manuelle Tétigkeiten. Aus Kosten- und Prozess-
griinden geht auch fiir Hochleistungsleiterplatten der
Trend zur Verwendung von dem iiblicherweise be-
nutzten Basismaterial FR4, einem Glasfasergewebe
mit Epoxidharzfiillung. Auf Grund der im Vergleich
zur Keramik geringeren Warmeleitfahigkeit treten
typische Ausfalimuster auf. Beispiele sind Mikrorisse
im Basismaterial oder in Lotstellen, die durch unter-
schiedliche Ausdehnung der verwendeten Materia-
lien beziehungsweise Temperaturdifferenzen auf der
Leiterplatte entstehen.

Dem ldsst sich durch neu-
artige Basismaterialien
mit verbessertem Wérme-
management begegnen,
ist Manfred Walchshofer,
European R & M von
Panasonic Electric Works
Electronic, zuversicht-
lich. Unabdingbar ist eine
hohe Lotzuverldssigkeit,
gepaart mit der Langzeit-
Isolationszuverldssigkeit

Manfred Walchshofer von
Panasonic Electric Works
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(CAF) und Langzeit-Isolationszuverldssigkeit (CTI).
Auch miissen bessere Losungen zur Wirmeableitung
her, erklért er. In seinem Vortrag Neue Anforderungen
an Basismaterialien im Bereich der Leistungselektro-
nik stellte er nicht nur einen Leitfaden fiir hohe Lot-
zuverldssigkeit vor. Auch wurden diverse Tests vorge-
stellt, um CAF- und CTI-Beeintrichtigungen auf der
Spur zu kommen. Kontinuierlich arbeitet Panasonic
an neuartigen Basismaterialien: Beispielsweise sollen
zusitzliche Fiillstoffe in FR4-Basismaterialien deren
Wirmeleitfahigkeit deutlich erhdhen und so fiir eine
gleichmaBigere Wirmeverteilung auf der Platine sor-
gen. Derartig modifizierte Basismaterialien sollen
noch 2011 auf den Markt kommen.

In seinem Vortrag Spezialititen in Dickkupfertech-
nik verdeutlichte Dr. Udo
Bechtloff, Geschiftsfiihrer
von KSG Leiterplatten,
die Wichtigkeit der richti-
gen Wahl des Basismate-
rials. Normale FR4-Mate-
rialen reichen fiir die heu-
tigen Anforderungen an
die Platine nicht mehr aus.
Die hoheren Betriebs-
temperaturen und eine
hohere Lebensdauer ge-

Dr. Udo Bechtloff
von KSG Leiterplatten

paart mit einer gestiegenen Zyklenfestigkeit machen
Z-Achsen-optimierte Basismaterialien erforderlich.
Keramische Fiillstoffe steigern die Zuverldssigkeit
von Durchkontaktierungen in Multilayern und erho-
hen damit deren Lebensdauer. Der Experte gab zu-
dem einen Uberblick auf verschiedene im Haus rea-
lisierte Warmekonzepte, etwa fiir eine Sicherungsbox
fiir Nutz- und Sonderfahrzeuge, fiir LED-Scheinwer-
fersysteme und fiir die DC/DC-Wandler in Elektro-
Hybridautos. Dafiir hilt das Unternehmen auf die
jeweilige Anwendung angepasste Entwirmungs-
modelle bereit, etwa die IMS-Technologie, klassi-
sche Dickkupfer-, Inlay- und Heatsink-Techniken
oder auch wassergekiihlte Systeme. Am bekanntesten
diirfte hierbei die Iceberg-Technologie sein.

Héhere Strome und effektivere Kiihlung

Neben der Verwendung modifizierter Basismateria-
lien ist auch das Design der Leiterplatte als Triger-
system von entscheidender Bedeutung, um ein ver-
bessertes Warmemanagement in der Leiterplatte zu
erreichen. Zusitzliche Kupferlagen in der Leiter-
platte ermdglichen eine gleichméBigere Temperatur-
verteilung. Laut Harald Steininger, Vertriebsleiter
von Héusermann, wird so eine lokale Uberhitzung
an den Leistungsbauelementen vermieden, was
deren Lebensdauer deutlich erhéht. In seinem Vor-

T 4 ek [ ]

LED Schelan‘ﬂersysteme

Beispiele fiir angewandtes Warmemanagement
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Quelle: KSG Leiterplatten
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Durch den Einsatz von Z-Achsen-optimierten Basismaterialien lassen sich die gestiegenen Anforderungen an die
Zuverldssigkeit erfiillen

Harald Steininger
von Hausermann

trag Hochstrom und War-
memanagement auf der
Leiterplatte — Anwen-
dungsbeispiele aus der
Praxis lag ganz klar der
Fokus auf der erfolgrei-
chen HSMtec-Dickkup-
fertechnologie, deren
diverse Einsdtze vor-
gestellt wurden. So ist
HSMtec fir Wechsel-
richter in der Photovoltaik
genauso geeignet, wie im

Cell-Connector-Board bei Hybrid- und Elektroantrie-
ben. Ebenfalls Anwendung findet sie in Brennstoff-
zellen, Windkraftradern und Steuerelektronik in Heli-
koptern. Die wohl bekannteste Applikation diirfte
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Quelle: KSG/Isola

indes die LED-StraBenbeleuchtung darstellen, die in
enger Zusammenarbeit mit Schreder Group entstand.
HSMtec kann mit einigen Vorteilen aufwarten. So
lassen sich mit ihr nicht nur Platz und Gewicht ein-
sparen, weil nur dort Dickkupfer eingesetzt wird, wo
es tatsichlich notig ist, sondern vor allem macht sie
die weitestgehend im Standardprozess realisierbare
Technik attraktiv. Selbst bereits fertige Layouts lassen
sich nachtrdglich mit Drahten verstirken.

Dr. Christian Lehnber-
ger referierte tiber Hoch-
strom- und Hochleis-
tungs-Leiterplattentech-
nologien. Der Vertriebs-
leiter von Andus Electro-
nic hatte sich die Miihe ge-
macht, und Wissenswertes
{iber simtliche im Einsatz
befindliche Technologien
bekannter Hersteller und
aus eigenem Hause zusam-
mengetragen. Als alter-
native Technologielosung stellt Andus die X-Cool-
Technologie bereit, die mit eingebetteten massiven
Kupferteilen, so genannten Busbars, aufwartet.
Dabei handelt es sich um eine normale Platine, die
etwas schwerer ist und auch hohe Anforderungen an
Design-Rules stellt, da massives Kupfer in die Lei-

Dr. Christoph Lehnberger
von Andus Electronic
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terplatte eingebettet ist. Die SMD-Pads- der Hoch-
stromschiene reichen an die Leiterplattenoberfliche
und lassen sich direkt bestiicken, was eine sehr effek-
tive Kiihlung erméglicht. Die Kupfereinsitze konnen
zudem seitlich aus der Leiterplatte herausragen, was
weitere Anschlussmdoglichkeiten erdffhet. Der Haupt-
vorteil der Losung von Andus liegt bei der SMD-
Bestiickung dieser Leiterplatten: Die Konfiguration
erlaubt den direkten Lotkontakt der Bauteile mit den
innenliegenden Kupferquerschnitten von 10 mm? und
mehr. Die Hochstromplatine 1dsst sich auch mit ande-
ren Aufbau- und Verbindungstechniken kontaktieren.
Charakteristisch fiir diese Technologie ist der hohe
Freiheitsgrad beim Design der Massivkupferlagen.
So findet sich fiir fast jede Anwendung eine technisch
realisierbare Losung.

Einen ebenfalls interessanten Ansatz verfolgt Schwei-
zer Electronic: In seinem Vortrag PCB-Hochstrom-
technik fiir e-mobility erlduterte Manfred Grimm-
eisen, Project Manager/Product Development von
Schweizer Electronic, die vier im Portfolio angebo-
tenen Wirmemanagementansitze Wirelaid, Heavy
Copper, Combi Board und Inlay Board. Die Wirelaid-
Technik beherbergt Kupferflachdréhte als Hoch-
stromleiter in den Innenlagen der Leiterplatten:
Dadurch soll sie nicht nur eine Alternative zur grof-
flachigen Dickkupfertechnik darstellen, sondern
auch kompakte Bauweisen erméglichen. Da sich die

['B Diiver

MOSIET MOSFHE |

MOSFET |

power bar with power stages
embedded into the
PCB + smart connector

example for automotive power:

. B6-bridge configuration
- 6 embedded MOSFETS
w/1,5mOhm

Manfred Grimmeisen von Schweizer Electronic stellte die
Integration von MOSFETSs in die Platine vor
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Drihte als Verbindung
zwischen Leiterplatten
verwenden lassen, kon-
nen sie durchaus auch
teure Steckkontakte er-
setzen, versichert der Ex-
perte. Wahrend das Wire-
laid fiir Anwendun-
gen bis 100 A ausgelegt
ist, vertrigt das Combi
Board Stromleistungen
bis 250 A und das robuste
Inlay Board vermag gar
1000 A zu stemmen. Durch geeignete Kombination
der vorgestellten Mafinahmen sei es moglich, die
Temperaturen der Leistungsbauelemente um bis zu
50 % zu senken und die Temperaturunterschiede auf
der Leiterplatte auf 20 °C zu begrenzen. Beachtung
fand allerdings die Integration von MOSFETs in
die Leiterplatte. Eingebettet in Dickkupfer-Platinen,
sei eine gute Wirmespreizung gegeben, erliutert
Grimmeisen.

Manfred Grimmeisen
von Schweizer Electronic

Ein grofier Vorteil der
Verwendung von FR4-Ba-
sismaterialien und Kupfer
ist, dass beim Leiterplat-
tenhersteller etablierte
Fertigungsprozesse ver-
wendet werden konnen.
Auf einfache und kosten-
giinstige Weise lassen sich
so Steuer- und Leistungs-
elektronik gemeinsam auf
einem Board integrieren,
wodurch eine deutliche
Steigerung der Funktionalititen moglich wird. Am
Fraunhofer IZM in Berlin geht man sogar noch einen
Schritt weiter, weill Dr. Eckart Hoene, Leiter Leis-
tungselektronik am Fraunhofer-Institut fiir Zuverlds-
sigkeit uld Mikrointegration IZM in Berlin, zu be-
richten. Im Zuge des Klimaschutzes werde es immer
wichtiger, Leistungselektronik effizienter zu gestal-
ten und passgerechter zur Verfligung zu stellen. Her-
ausforderung hierbei ist das Packaging leistungselek-
tronischer Komponenten, denn: Leistungshalbleiter
sind Bauelemente mit vertikalem Stromfluss deren
hohe Verlustleistung iiber einen Isolator abgefiihrt
werden muss. Je hoher also der thermische Wider-

Dr. Eckart Hoene
vom Fraunhofer IZM
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Platinenexperten unter sich (von links): Andreas Schilpp
(Wiirth Elektronik) und Lothar Oberender (Héusermann)

Hateralbebeins
L35 e nd kb

stand, desto groBer die thermomechanische Wechel-
Tlast und damit die Belastung der Baugruppe im Be-
trieb. Durch die- Wechsellast ermiide die AVT und
Risse entstiinden, resiimiert er die Problemstellung,
mit der sich das Fraunhofer IZM derzeit beschiftigt.
Packages seien erforderlich, mit denen mehr Strom
durch die Halbleiter flieBen kann, ohne dass es zu
thermomechanischer Ermiidung kommt. Und genau
das versucht man beim Fraunhofer IZM zu realisie-
ren. Mit dem Losungsansatz Double Sided Cooling
soll sich die Lebensdauer kiinftig ethohen: Die Kiih-
lung des Halbleiters erfolgt von oben und unten. Die
Leistungshalbleiter werden direkt mittels Flip-Chip-
Prozess in Innenlagen der Leiterplatte gebondet und
verschwinden somit in der Leiterplatte. Mit dieser
Technologie konnen Leistungshalbleiter um einen
Faktor 2 hohere Leistung erbringen. Dr: Eckart Hoene
ist iiberzeugt, dass sich dieses Verfahren mittelfristig
durchsetzen wird.

Gelungene Premiere

Innovative Hochstrom-Steckverbindungen fiir Solar-
und Automotive-Anwendungen lautete der eher un-
spektakulére Titel des Vortrags von Dr. Klaus Wittig,
Geschéftsfiihrer von Wiirth Elektronik ICS. Jedoch
wurde mit rhetorischer Glanzleistung zum ersten
Mal einer breiten Offentlichkeit ein véllig neuarti-
ges Kontaktierungsverfahren vorgestellt, das eine
komplette Systemebene einzusparen vermag. Die so
genannte Direktsteckungstechnik, auch als Wire-to-

Dr. Klaus Wittig von Wiirth Electronic ICS stellte die
neuartige Wire-to-Board-Technik vor: Links im Bild die
vorbereitete Platine, rechts das erfolgte Durchstecken der
Steckkontakte: Im Bild zu sehen ist das erfolgte Durch-
stechen der Steckkontakte
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Board-Konzept beschrieben, sorgt fiir die Anbin-
dung von Leistungshalbleitern und Verbrauchern
direkt auf die Platine, ohne 16ten oder einpressen zu
miissen. Da hierdurch die Sockel fiir Steckverbinder
auf einer Leiterplatte entfallen, kann eine komplette
Systemebene eingespart werden, so dass Fertigungs-
prozesse signifikant vereinfacht und Kosten deut-
lich reduziert werden.Als Lieferant sei man mit drei
wesentlichen Faktoren konfrontiert: Kostensparen,
Qualitét optimieren, Reaktivitit steigern und schlie-
lich die Projektplanung des Kunden zu erleichtern.
Daher suchte man nach Alternativen zum teuren
Stanzgitter. Nach zweijihriger Entwickluagszeit
steht nun diese neuvartige Verbindungstechnik zur
Verfiigung: Mit ihr sind grofiflichige Kontaktierun-
gen moglich. Der Wegfall einer elektrischen Schnitt-
stelle sorgt tberdies fiir eine robustere Qualitit.
Ebenso lassen sich Lot- und Einpressprozesse ein-
sparen. Die Direktsteckungstechnik Wire-to-Board
entspricht simtlichen EN-Normen und befindet sich
im Moment noch im Feldtest. Die Kontaktgeometri-
en erfolgen stufenlos von Plug&Play auf Plug&Stay,
Federkontakte sorgen fiir die Verriegelung. Konkret
handelt es sich um vierschenkelige Kontakte, die
grofBe Kontaktflichen zwischen Hiilse und Kontakt
erlauben.

Die Diskussionen wihrend des BAIKEM-Kooperati-
onsforums iiber die vorgestellten technischen Mog-
lichkeiten machten deutlich: Innovationen in der
Leiterplattentechnologie fiir die Leistungselektro-
nik erfordern eine intensive Zusammenarbeit in der
gesamten Wertschopfungskette. Bayern Innovativ
arbeitet daher an der nichsten Auflage des Koope-
rationsforums Leiterplattentechnologie, das voraus-
sichtlich am 24. Januar 2012 in Niirnberg stattfinden
wird. -mrc-

Bayern Innovativ, Gewerbermuseumsplatz 2, 90403 Niirnberg,
www.bayern-innovativ.de
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Erste Wahl
bei Atzpumpen

Mit Sonderwerkstoffen aus
Titan, pulsationsfrei,
gasdichter Ausfiihrung und
IE2 High Efficiency Motoren.
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